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Abstract (en)
The support base (12) for the sprung floor is fitted with hollow elastic supports (14) open to the top. An elastic compound is poured into the supports
and the floor plates (30) are placed over the supports before the compound sets. After setting the compound adheres to the underside of the plates
and provides an elastic support in both directions. A top floor covering (32) completes the structure. The floor plates are fitted with threaded spacers
(42) to set the level of the floor above the base and to ensure a flat floor. The spacers are removed after the compound has set. The hollow supports
are secured to the base floor with threaded fasteners, e.g. bolt(22), clamping flange (18). The elastic compound also bonds over the fastening. The
top covering is laid to overlap the joins in the floor plates.

Abstract (de)
Das Verfahren dient zum Aufbau eines schwingungsfähigen Fußbodens (10) auf einem festen Unterbau (12) unter Verwendung plattenförmiger
Elemente (30). Schwingungsfähige Fußböden sind aufgrund ihres komplizierten Aufbaues teuer in der Herstellung. Um sie einfacher und mit
geringerem Materialaufwand aufbauen zu können, wird vorgesehen, daß hohle, höhenveränderliche Elemente (14) auf dem Unterbau (12) befestigt
werden, die mit einem elastisch aushärtenden, in fließfähigem Zustand adhäsiven Material (16) gefüllt werden, und vor dem Aushärten Grundplatten
(30) auf die befüllten Elemente (14) aufgelegt und ausgerichtet werden, wobei die Grundplatten (30) beim Anheben darunterliegende Elemente (14)
infolge der Adhäsion des Füllmaterials (16) mitnehmen. Nach dem Aushärten wird auf den Grundplatten (30) wenigstens eine weitere Bodenschicht
(32) aufgebracht. Dieses Verfahren läßt sich schnell und mit sehr einfachen Mitteln durchführen. <IMAGE>
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